
• 晶圆代工市场呈波浪形发展，自2009年下滑7.9%后2010年大涨39.4%，2011
年涨幅萎缩到8.7%，2012年再大涨到21.7%。2013年涨幅减少到6.8%。预计
2014年涨幅为15.6%，2015年为6.0%。晶圆代工市场的波动幅度开始越来越
小。其主要原因是晶圆代工行业出现分化。

• 按产品类型，Foundry可以分为两大类，一类为Logic IC Foundry，一类为
specifically Foundry。前者以高量Logic IC为主要产品，包括CPU、GPU、
Baseband、Application Processor、FPGA、APU、PLD、Networking Processor
、Dtv MPU等。后者以模拟IC、混合信号、Power IC、NVM、RF/HPA、CIS、
MEMS、DDI（Display Driver）为主。对前者来说，需要不断提高制造工艺，
持续缩小线宽，这样不仅能提高性能，降低功耗，还能降低成本。这些产品更
新换代的速度很快，产品生命周期通常不超过3年，Foundry需要持续不断地投
入巨量资金研发下一代工艺。而对后者来说，其产品生命周期很长，模拟IC的
生命周期一般都在5-10年以上，超过20年的也不罕见。这些产品缩小线宽往往
无法降低成本，反而可能提高成本。specifically Foundry的收入规模较小，稳
定但缺乏成长性，投入少回报高。Logic IC Foundry收入规模大，但波动也大
。最重要的是Logic IC Foundry除非做到第一，否则很容易亏损。而第一名利
润很丰厚。以TSMC为例，这家企业自1987年成立以来一直保持全球第一的位
置，市场占有率从未低于50%。不仅如此，台积电也是全球利润最高的晶圆代
工厂，毛利率从未低于40%，2014年毛利率逼近50%，超过苹果和高通。排名
第二第三第四的企业都曾经多年亏损，以大陆最大的SMIC为例，2000-2011年
的12年期间，只有2010年盈利，其余年份都亏损。全球排名第三的Global 
Foundries则是连续巨亏，2013年营业收入微幅增长，但营业亏损从22.17亿
AED大增至32.17亿AED 。
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• 按出身，Foundry可以分为两大类，一类为IDM兼职，一类为纯Foundry。前者
有三星、英特尔、IBM。Global Foundries也勉强可以算IDM，因为其脱胎自
AMD。这些厂家产品线很长，容易与客户造成竞争。并且IDM厂主业不是
Foundry，只有产能过剩的时候才会做Foundry。除非特殊原因，这些IDM都不
会是客户的首选，都是第二选择。

• 晶圆代工行业也不是有钱有技术就能做好的，IBM就是最佳例子，最近IBM愿
意倒贴10亿美元出售晶圆代工业务给Global Fonudries。Global Fonudries却认
为倒贴的太少，得倒贴20亿美元，因为这个每年不到5亿美元营收的业务让
IBM每年亏损15亿美元左右。而除台积电外，大部分晶圆代工厂都或多或少买
过IBM的技术，尤其是三星、STMicroelectronics、Global Fonudries，基本就是
IBM扶植起来的。

• 三星、STMicroelectronics、Global Fonudries、IBM四家巨头多年来一直结盟对
抗台积电，但是毫无成果，反倒台积电越来越强。三星努力多年，晶圆代工业
务只有苹果一个客户，而2014年这个客户的主力产品A8的订单全部被台积电拿
下，导致三星晶圆代工业务所属的SystemLSI部门多年来第一次出现亏损。

• 虽然三星的14纳米工艺貌似领先，但并未获得苹果的认可。究其原因，三星、
STMicroelectronics、Global Fonudries、IBM四家都是IDM出身。而三星产品线
漫长，几乎与世界上任何一家电子公司都是竞争对手。苹果此前不选择台积电
是因为台积电的产能吃紧，而台积电产能陆续扩展，达到了苹果的要求后，苹
果立刻从三星转向台积电。
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• 台积电是纯晶圆代工厂，不像三星等IDM厂会与客户竞争，因此较能赢得订单
。三星、STMicroelectronics、Global Fonudries、IBM和英特尔都只是客户的第
二选择。

• 中国企业在半导体领域内的投资完全依赖政府，效率低下。2010年投资145亿
的华力微电子，已经投产3年，但2013年营收还不足12亿人民币。SMIC主要客
户包括展讯、RDA、海思、格科微电子、瑞芯微电子、全志科技、兆易创新、
中电华大\复旦微电子\同方微电子\大唐微电子。后面几家企业主要依靠政府订
单，是社保卡、身份证、SIM卡、银联卡、各种智能卡芯片的主要设计公司。
因此中芯国际40%的收入来自低端的0.15/0.18微米工艺，而台积电65纳米以
下的收入占其总收入的71%。
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《2013-2014年全球及中国晶圆代工行业研究报告》包含以下内容：

• 全球半导体概况；

• 晶圆代工下游市场分析；

• 晶圆代工产业分析；

• 中国半导体产业分析；

• 十三家晶圆代工厂研究。
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